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(57)摘要

本实用新型公开了一种OLED显示装置，由下

至上依次包括盖板玻璃、硅基微显示芯片和PCB

板，所述PCB板上设置有元器件，在所述PCB板上

无元器件和电路的空白区域设置有若干通孔，所

述通孔内填充有高导热材料。本实用新型中硅基

微显示芯片产生的热量在能够在PCB板侧通过填

充的高导热材料及时的散发出来，有效的保证了

产品的性能。
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1.一种OLED显示装置，由下至上依次包括盖板玻璃、硅基微显示芯片和PCB板，所述PCB

板上设置有元器件，其特征在于：在所述PCB板上无元器件和电路的空白区域设置有若干通

孔，所述通孔内填充有高导热材料。

2.根据权利要求1所述的OLED显示装置，其特征在于：所述高导热材料的填充量高于所

述通孔所在的PCB板平面以便于所述硅基微显示芯片与所述高导热材料接触。

3.根据权利要求1或2所述的OLED显示装置，其特征在于：所述PCB板外周侧设置有导热

结构。

4.根据权利要求1或2所述的OLED显示装置，其特征在于：所述高导热材料为氧化铝导

热橡胶。

5.根据权利要求1或2所述的OLED显示装置，其特征在于：所述高导热材料为氮化硼导

热橡胶。

6.根据权利要求1所述的OLED显示装置，其特征在于：所述高导热材料为相变导热绝缘

材料。

7.根据权利要求1所述的OLED显示装置，其特征在于：所述PCB板背离所述硅基微显示

芯片一侧设置有导热垫。

8.根据权利要求7所述的OLED显示装置，其特征在于：所述导热垫与所述通孔内的高导

热材料为一体的导热结构。
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一种OLED显示装置

技术领域

[0001] 本实用新型涉及一种OLED显示装置。

背景技术

[0002] 在显示技术领域，OLED(Organic  Light-Emitting  Diode,有机发光二极管)显示

装置属于电激发光器件，以其自发光、高发光效率、低工作电压、轻薄、可柔性化以及制程工

艺简单等优点，在显示照明等领域应用广泛。

[0003] 随着技术的不断发展，OLED应用领域也越来越广，在某些特殊应用领域，如硅基

OLED微显示，要求OLED高亮度显示，且需要将显示芯片贴附在PCB板上，对OLED器件来说，亮

度越高，集成度越高，OLED显示器件的发热量也会越高，尤其在PCB板导热性能差，热量不能

及时传出去的话，在OLED显示装置内部的热量会使得OLED显示装置内部的工作环境温度过

高，导致OLED显示器件老化，进而影响OLED显示装置的工作寿命。

实用新型内容

[0004] 为了解决上述技术问题，本实用新型的目的是提供一种OLED显示装置，能够高效

的散热，显著提高OLED器件散热效果。

[0005] 为解决上述技术问题，本实用新型采用如下技术方案：

[0006] 一种OLED显示装置，由下至上依次包括盖板玻璃、硅基微显示芯片和PCB板，所述

PCB板上设置有元器件，在所述PCB板上无元器件和电路的空白区域设置有若干通孔，所述

通孔内填充有高导热材料。

[0007] 进一步的，所述高导热材料的填充量高于所述通孔所在的PCB板平面以便于所述

硅基微显示芯片与所述高导热材料接触。

[0008] 进一步的，所述PCB板外周侧设置有导热结构。

[0009] 进一步的，所述高导热材料为氧化铝导热橡胶。

[0010] 进一步的，所述高导热材料为氮化硼导热橡胶。

[0011] 进一步的，所述高导热材料为相变导热绝缘材料。

[0012] 进一步的，所述PCB板背离所述硅基微显示芯片一侧设置有导热垫。

[0013] 进一步的，所述导热垫与所述通孔内的高导热材料为一体导热结构。

[0014] 与现有技术相比，本实用新型的有益技术效果：

[0015] 硅基微显示芯片产生的热量在能够在PCB板侧通过填充的高导热材料及时的散发

出来，有效的保证了产品的性能；导热垫与填充的高导热材料构成一体的导热结构，进一步

提升散热效果。

附图说明

[0016] 下面结合附图说明对本实用新型作进一步说明。

[0017] 图1为本实用新型OLED显示装置的结构示意图；
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[0018] 图2为PCB板的结构示意图；

[0019] 图3为导热垫与高导热材料构成一体的导热结构的示意图；

[0020] 附图标记说明：1-盖板玻璃；2-硅基微显示芯片；3-PCB板；4-元器件；5-高导热材

料；6-导热垫。

具体实施方式

[0021] 实施例1

[0022] 如图1和2所示，一种OLED显示装置，由下至上依次包括盖板玻璃1、硅基微显示芯

片2和PCB板3，所述PCB板3上设置有元器件4，在所述PCB板3上无元器件4和电路的空白区域

设置有若干通孔，所述通孔内填充有高导热材料5。所述高导热材料5的填充量高于所述通

孔所在的PCB板平面以便于所述硅基微显示芯片2与所述高导热材料5接触。

[0023] 根据需要，所述PCB板3外周侧设置有导热结构。所述高导热材料为氧化铝导热橡

胶或为氮化硼导热橡胶或相变导热绝缘材料。

[0024] 实施例2

[0025] 如图3所示，所述PCB板3背离所述硅基微显示芯片2一侧设置有导热垫6。所述导热

垫6与所述通孔内的高导热材料5为一体的导热结构。导热垫也为氧化铝导热橡胶或为氮化

硼导热橡胶。

[0026] 本实用新型中硅基微显示芯片2产生的热量在能够在PCB板3侧通过填充的高导热

材料5及时的散发出来，有效的保证了产品的性能；导热垫6与填充的高导热材料5构成一体

导热结构，进一步提升散热效果。

[0027] 以上所述的实施例仅是对本实用新型的优选方式进行描述，并非对本实用新型的

范围进行限定，在不脱离本实用新型设计精神的前提下，本领域普通技术人员对本实用新

型的技术方案做出的各种变形和改进，均应落入本实用新型权利要求书确定的保护范围

内。
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专利名称(译) 一种OLED显示装置
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摘要(译)

本实用新型公开了一种OLED显示装置，由下至上依次包括盖板玻璃、硅
基微显示芯片和PCB板，所述PCB板上设置有元器件，在所述PCB板上
无元器件和电路的空白区域设置有若干通孔，所述通孔内填充有高导热
材料。本实用新型中硅基微显示芯片产生的热量在能够在PCB板侧通过
填充的高导热材料及时的散发出来，有效的保证了产品的性能。
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